
반도체 및 모바일용 PCB 세계 1위 기업 



Thin 

Flexible 

Tiny 

Embedded 

Multi Layer Board 

PCB 



Smart Mobile Devices 

Notebook PC 

Touch Panel Sensor 

Graphic Cards 

Desktop PC 

Digital Cameras 

SSD 

Wearable Devices 

Server 

Automotive 

IoT Devices 

PCB 



Plating(CU/AU) 

Lamination 

PSR 

Exposure 

Etching 

Lay-up 

Drill 

Desmear 

Inspection 

PCB 

DRC 



Global Network 4,300+ 



South Korea, CJ 

Overview 



South Korea, OC 

Overview 



China, XA 

Overview 



Japan, CN 

Overview 



• 충북전자 

(現. 심텍)설립 

‘87년 

• 회사명 

  주식회사   

  심텍으로   

  변경 

‘95년 ‘96년 

• 국내 최초    

  BGA(Ball Grid   

  Array)전용   

  생산라인 완공 

‘99년 

• 제2공장 

  완공(청주) 

‘03년 

• 제3공장 

  완공 

’05년 

• 제4공장 

  완공(오창) 

• 삼성전자    

  우수 협력사  

  선정(강소기업), 

   SK Hynix,  

   Toshiba 등 유수 

   글로벌 기업과    

   파트너십 

대외 위상 

• 세계일류상품 

  등재(Global 

   Best Product) 

   - Memory Module 

   - BOC 

   - ETS 

    

• 한국거래소 주관  

  - 우량기업부 

    선정 

  - 코스닥 히든 

    챔피언 선정 

• 신태전자 설립  

  중국 Xi’an 

‘10년 

• 제5공장  

  (S동)증축 

‘13년 

• 심텍홀딩스  

  지주회사 

  체제 전환 

‘15년 

• 이스턴  

  인수 

  일본 치노 

‘16년 

Milestones 



World Class Product 

ETS (Embedded Trace Substrate)  

BOC (Board On Chip) 

MM (Memory Module) 



10 ㎛ 

World Class Product 

19 ㎛ pitch 

10 ㎛ 



Enable A Better World  
  우리의 기술로 세상을 풍요롭게 

Foundation For Semiconductors 
  반도체 시스템의 핵심 부품 파트너 

Integrity 
  정직을 행하는 것 

SIMMTECH  Way 



SIMMTECH Statement 



더불어 가고 싶은 인격을 갖춘 

열정을 갖고 올바른 것을 실천하는 

미래를 위해 전문성을 키워 나가는 

Right People 



Job Description 

제조기술 Present 

개발 Future 

연구 Potential 

품질 QC, QE  

영업 Sales, Marketing 

제조기획 PC 

제조 Manufacturing 

설비 BM, PM, Overhaul 

기획 Strategy, IR 

재경 Finance, Account 

환경안전보건 SHE 

http://www.simmtech.co.kr/recruit/occupation.aspx


Benefit 

통근버스 

동호회 지원 

금연지원활동 

직장어린이집 

주택자금이자지원 

우수/장기 및 공로상 

자녀학자금 

기념일 명절 선물지급 

콘도 및 야유회지원 

기숙사 

경조사 지원 



조직 

문화 

직무 

역량 

글로벌 

리더 

역량 

Academy 

http://www.simmtechacademy.com/


Recruiting 

서류전형 1차 면접 
(역량) 

채용검진 2차 면접 
(인성) 

종합심사 
(합격통보) 

단체연수 
(2주) 

• 학      력 : 대졸 

• 전      공 : 관련전공(화공, 화학, 재료, 금속, 전자, 기계 등 ) 및 관련 자격보유자 

• 어      학 : TOEIC 700점 또는 OPIC ‘IM’ (동일 수준 타 어학자격 지원가능) 

• 대졸초임 : 3,500만원 



Thank You 
 

Enable a Better World 


